
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップのコーナー部以外の周辺部に第１のピッチで配置された第１の信号用パッ
ドと、
　前記半導体チップのコーナー部に配置された電源用パッドと、
　前記第１のピッチより広い第２のピッチで前記コーナー部の前記電源用パッドに隣接す
るように配置された第２の信号用パッドと

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　半導体チップの周辺部に第１のピッチで配置された信号用回路と、
　前記信号用回路に対応するように前記半導体チップのコーナー部以外の周辺部に前記第
１のピッチで配置され、前記信号用回路に接続された第１の信号用パッドと、
　前記半導体チップのコーナー部に配置された電源用パッドと、
　前記第１のピッチより広い第２のピッチで前記コーナー部の前記電源用パッドに隣接す
るように配置された第２の信号用パッドと

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　 導体チップの周辺部に第１のピッチで配置された信号用回路及び電源用回路と、
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を具備し、
　前記電源用パッドと前記第２の信号用パッドが交互に前記第１のピッチで配置されてい
る

を具備し、
　前記電源用パッドと前記第２の信号用パッドが交互に前記第１のピッチで配置されてい
る

半



　前記信号用回路及び電源用回路に対応するように前記半導体チップのコーナー部以外の
周辺部に前記第１のピッチより広い第２のピッチで配置され、前記信号用回路に接続され
た第１の信号用パッドと、
　前記半導体チップのコーナー部に配置され、前記電源用回路に接続された電源用パッド
と、
　前記第２のピッチより広い第３のピッチで前記コーナー部の前記電源用パッドに隣接す
るように配置された第２の信号用パッドと、
　を具備することを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　前記電源用パッドと前記第２の信号用パッドが交互に配置されていることを特徴とする
請求項 記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記電源用パッドと前記第２の信号用パッドが前記第２のピッチで配置されていること
を特徴とする請求項 記載の半導体装置。
【請求項６】
　

　前記第１、第２の信号用パッドは金属ワイヤがボンディングされるパッドであり、前記
電源用パッドは金属ワイヤがボンディングされないパッドであることを特徴とす 導体
装置。
【請求項７】
　

　前記第１、第２の信号用パッドは金属ワイヤがボンディングされるパッドであり、前記
電源用パッドは金属ワイヤがボンディングされないパッドであることを特徴とす 導体
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置に関するものであり、特に半導体装置におけるパッドの配置に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、半導体装置では、ウェハに形成された半導体装置（チップ）を各チップに切り
離す前に、プローブを立ててダイソートを行っている。このダイソートでは、チップサイ
ズが同じチップであればデザインの異なるものであっても、パッドの配置を同じにし、か
つ電源用パッドの場所もそろえれば、同じプローブを兼用して使用することができる。例
えば、ＡＳＩＣのように予め決められたパッド配置のマスタを使う品種では、異なるデザ
インであっても、同じチップサイズで同じパッド配置になる製品が多数存在する。このた
め、ＡＳＩＣの多数のチップに同じプローブが共用でき、そのメリットは大きい。
【０００３】
しかし、その他の品種では、電源用パッドをどこに設けるかは製品仕様により異なり、全
ての製品で電源用パッドとなるパッドは存在しない。ある製品では、信号用パッドになっ
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３

４

半導体チップのコーナー部以外の周辺部に第１のピッチで配置された第１の信号用パッ
ドと、
　前記半導体チップのコーナー部に配置された電源用パッドと、
　前記第１のピッチより広い第２のピッチで前記コーナー部の前記電源用パッドに隣接す
るように配置された第２の信号用パッドとを具備し、

る半

半導体チップの周辺部に第１のピッチで配置された信号用回路と、
　前記信号用回路に対応するように前記半導体チップのコーナー部以外の周辺部に前記第
１のピッチで配置され、前記信号用回路に接続された第１の信号用パッドと、
　前記半導体チップのコーナー部に配置された電源用パッドと、
　前記第１のピッチより広い第２のピッチで前記コーナー部の前記電源用パッドに隣接す
るように配置された第２の信号用パッドとを具備し、

る半



たり、ＮＣ（非接続）パッドになったりするのが現状である。
【０００４】
そこで、通常、電源用あるいは入出力信号用などの用途が選択できる汎用パッド以外に、
電源専用のパッドを設けている。図４は、従来のチップにおけるパッドの配置構成の一例
を示す図である。この図４に示すように、チップ４０のコーナー部近傍には電源専用パッ
ド４２が配置され、チップ４０の周辺の中央部付近には汎用パッド４４が配置される。汎
用パッド４４が入出力信号用パッドであるとき、これらは入出力用回路４６にそれぞれ接
続される。
【０００５】
このように、チップ４０のコーナー部近傍に電源専用パッドを配置するのは、コーナー部
近傍にパッドを配置した場合、これに隣接して入出力用回路のトランジスタを形成するた
めの領域が確保できないからである。この場合、全部の電源用パッドは同じ配置にはなら
ないが、少なくともコーナー部近傍の電源専用パッドは同じ配置になる。このため、１つ
のプローブを複数の製品に共用することが可能になる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図４に示すようなパッドの配置構成では、チップ側のパッドとパッケージ
側のピンとの接続を金属ワイヤによるボンディングにて行う場合、一般にチップの周辺の
中央部付近ではボンディングが比較的容易であるが、チップのコーナー部近傍ではボンデ
ィングが困難である。これは、チップ側のパッドよりもパッケージ側のピンの方が配列ピ
ッチが広いために起こる問題であり、チップのパッドの配置ピッチはコーナー部近傍の方
が広がっているのが望ましい。
【０００７】
このため、チップのコーナー部近傍の汎用パッドを、入出力用回路のトランジスタ形成領
域からできるだけ離れたコーナー部近傍に配置し、電源専用パッドをチップのコーナー部
近傍に配置しない手法が取られることがあり、むしろこの配置構成の方が一般的である。
図５は、このようなパッドの配置構成を示す図である。この図５に示すように、チップ５
０のコーナー部近傍には、入出力用回路５２のトランジスタ形成領域からできるだけ離れ
た位置に汎用パッド５４がピッチを広くして配置される。チップ５０のコーナー部近傍を
除いた周辺の中央部付近には汎用パッド５６が配置される。しかしながら、この場合はプ
ローブを共用することはできない。
【０００８】
そこで本発明は、前記課題に鑑みてなされたものであり、コーナー部近傍で実際にボンデ
ィングが必要なパッドの配置ピッチを広げると共に、電源専用のパッドも形成することよ
り、チップのコーナー部近傍に配置されたパッドへのワイヤボンディングを容易に行うこ
とができ、さらに評価用のプローブの共用も可能な半導体装置を提供することを目的とす
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、この発明に係る半導体装置は、半導体チップのコーナー部以
外の周辺部に第１のピッチで配置された第１の信号用パッドと、前記半導体チップのコー
ナー部に配置された電源用パッドと、前記第１のピッチより広い第２のピッチで前記コー
ナー部の前記電源用パッドに隣接するように配置された第２の信号用パッドとを具備する
ことを特徴とする。
【００１０】
また、この発明に係る半導体装置は、半導体チップの周辺部に第１のピッチで配置された
信号用回路と、前記信号用回路に対応するように前記半導体チップのコーナー部以外の周
辺部に前記第１のピッチで配置され、前記信号用回路に接続された第１の信号用パッドと
、前記半導体チップのコーナー部に配置された電源用パッドと、前記第１のピッチより広
い第２のピッチで前記コーナー部の前記電源用パッドに隣接するように配置された第２の
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信号用パッドとを具備することを特徴とする。
【００１１】
また、この発明に係る半導体装置は、前記半導体チップの周辺部に第１のピッチで配置さ
れた信号用回路及び電源用回路と、前記信号用回路及び電源用回路に対応するように前記
半導体チップのコーナー部以外の周辺部に前記第１のピッチより広い第２のピッチで配置
され、前記信号用回路に接続された第１の信号用パッドと、前記半導体チップのコーナー
部に配置され、前記電源用回路に接続された電源用パッドと、前記第２のピッチより広い
第３のピッチで前記コーナー部の前記電源用パッドに隣接するように配置された第２の信
号用パッドとを具備することを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照してこの発明の実施の形態について説明する。
まず、この発明の第１の実施の形態の半導体装置について説明する。
図１は、この発明に係る第１の実施の形態の半導体装置のコーナー部におけるパッドの配
置構成を示す図である。
【００１３】
この第１の実施の形態は、集積回路が形成された半導体装置（チップ）のコーナー部近傍
に、入出力信号用あるいは電源用のいずれかが選択可能な汎用パッドと電源専用パッドを
設け、かつ汎用パッドの配置ピッチを半導体装置周辺の中央部付近よりコーナー部近傍に
おいて広げるものである。コーナー部近傍とは、ワイヤボンディングにてチップのパッド
とパッケージのピンとを接続する場合、チップ側のパッドよりもパッケージ側のピンの方
が配置ピッチが広いために、チップ周辺の中央部付近よりもボンディングを行うのが困難
になるチップのコーナー付近の領域をいう。
【００１４】
図１に示すように、集積回路が形成された半導体装置（以下チップと記す）２のコーナー
部近傍の一辺側には、集積回路の端子であるパッド４ａ、４ｂ、４ｃ、…、４ｊ、４ｋ、
…が所定のピッチで配置される。コーナー側から１番目のパッド４ａ、３番目のパッド４
ｃ、及び５番目のパッド４ｅは入出力信号用パッドであり、コーナー側から２番目のパッ
ド４ｂ、４番目のパッド４ｄ、及び６番目のパッド４ｆは電源専用パッドである。さらに
、パッド４ｇ～４ｋは、入出力信号用あるいは電源用のいずれかが選択可能な汎用パッド
であり、ここでは入出力信号用パッドを示している。
【００１５】
コーナー部近傍の他辺側には、集積回路の端子であるパッド６ａ、６ｂ、６ｃ、…、６ｆ
、６ｇ、…が所定のピッチで配置される。コーナー側から１番目のパッド６ａ、３番目の
パッド６ｃ、及び５番目のパッド６ｅは入出力信号用パッドであり、コーナー側から２番
目のパッド６ｂ、４番目のパッド６ｄ、及び６番目のパッド６ｆは電源専用パッドである
。
【００１６】
また、チップ２には電源電圧Ｖ DDが供給されるＶ DDパターン８と基準電圧Ｖ SSが供給され
るＶ SSパターン１０が形成されている。さらに、チップ２のパッドの内側には、トランジ
スタ等を有する入出力用回路１２が形成されている。
【００１７】
前記一辺側の入出力用回路１２には、コーナー部近傍の入出力信号用パッド４ａ、４ｃ、
４ｅ、及び中央部付近の入出力信号用パッド４ｇ～４ｋがそれぞれＡｌ等の金属配線にて
接続される。同様に、他辺側の入出力用回路１２には、コーナー部近傍の入出力信号用パ
ッド６ａ、６ｃ、６ｅ、及び中央部付近の入出力信号用パッド６ｇがそれぞれＡｌ等の金
属配線にて接続される。
【００１８】
前記一辺側において、コーナー部近傍の電源専用パッド４ｂ、４ｆはＶ DDパターン８にＡ
ｌ等の金属配線にて接続され、コーナー部近傍の電源専用パッド４ｄはＶ SSパターン１０
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にＡｌ等の金属配線にて接続される。同様に、前記他辺側において、コーナー部近傍の電
源専用パッド６ｂ、６ｆはＶ DDパターン８にＡｌ等の金属配線にて接続され、コーナー部
近傍の電源専用パッド６ｄはＶ SSパターン１０にＡｌ等の金属配線にて接続される。
【００１９】
すなわち、この第１の実施の形態では、チップ２のコーナー部近傍において、入出力用と
して割り当てられた入出力信号用パッド４ａ、４ｃ、４ｅに電源専用パッド４ｂ、４ｄ、
４ｆを隣接させて配置する。同様に、入出力信号用パッド６ａ、６ｃ、６ｅに電源専用パ
ッド６ｂ、６ｄ、６ｆを隣接させて配置する。
【００２０】
このように、金属ワイヤによるボンディングを必要とする入出力信号用パッドと金属ワイ
ヤによるボンディングを必ずしも必要としない電源専用パッドを交互に配置することによ
り、入出力信号用パッドの間隔を広げ、金属ワイヤによるボンディングが容易に行えるよ
うにする。さらに、チップのコーナー部近傍の同じ位置に電源専用パッドを配置すること
により、評価等のために用いるプローブを共用できるようにする。なお、チップのコーナ
ー部近傍に入出力信号用パッドを配置した分、チップのコーナー部近傍を除いた部分（中
央部）の汎用パッドの一部を電源専用パッドとしている。
【００２１】
以上説明したようにこの第１の実施に形態によれば、チップのコーナー部近傍において、
パッドのピッチを広げることなく、実際にボンディングが必要な入出力信号用パッドのピ
ッチを広げることができるとともに、電源専用パッドも形成できるため、コーナー部近傍
に配置されたパッドへのワイヤボンディングが容易に実行でき、評価用のプローブの共用
も可能となる。
【００２２】
なお、この第１の実施の形態では、コーナー部近傍のパッドの配置は、同一のピッチで配
置してもよいし、また異なるピッチで配置してもよい。さらに、コーナー側から奇数番目
のパッドを入出力信号用パッドとし、偶数番目を電源専用パッドとしたが、これに限るわ
けではなく、コーナー側から奇数番目のパッドを電源専用パッドとし、偶数番目を入出力
信号用パッドとしてもよい。
【００２３】
次に、この発明の第２の実施の形態の半導体装置について説明する。
図２は、この発明に係る第２の実施の形態の半導体装置のコーナー部におけるパッドの配
置構成を示す図である。
【００２４】
前記第１の実施の形態では、パッドと入出力用回路が同じピッチで配置されている場合を
説明したが、この第２の実施の形態では入出力用回路の配置ピッチの２倍のピッチでパッ
ドが配置されている場合を説明する。
【００２５】
この第２の実施の形態は、前記第１の実施の形態と同様に、集積回路が形成された半導体
装置（チップ）のコーナー部近傍に、入出力信号用あるいは電源用のいずれかが選択可能
な汎用パッドと電源専用パッドを設け、かつ汎用パッドの配置ピッチを半導体装置周辺の
中央部付近よりコーナー部近傍において広げるものである。コーナー部近傍とは、ワイヤ
ボンディングにてチップのパッドとパッケージのピンとを接続する場合、チップ側のパッ
ドよりもパッケージ側のピンの方が配置ピッチが広いために、チップ周辺の中央部付近よ
りもボンディングを行うのが困難になるチップのコーナー付近の領域をいう。
【００２６】
図２に示すように、集積回路が形成されたチップ２２のコーナー部近傍の一辺側には、集
積回路の端子であるパッド２４ａ、２４ｂ、２４ｃ、…、２４ｊ、２４ｋ、…が所定のピ
ッチで配置される。コーナー側から１番目のパッド２４ａ、３番目のパッド２４ｃ、及び
５番目のパッド２４ｅは入出力信号用パッドであり、コーナー側から２番目のパッド２４
ｂ、４番目のパッド２４ｄ、及び６番目のパッド２４ｆは電源専用パッドである。さらに
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、パッド２４ｇ～２４ｋは、入出力信号用あるいは電源用のいずれかが選択可能な汎用パ
ッドであり、ここでは入出力信号用パッドを示している。
【００２７】
コーナー部近傍の他辺側には、集積回路の端子であるパッド２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、…
、２６ｆ、２６ｇ、…が所定のピッチで配置される。コーナー側から１番目のパッド２６
ａ、３番目のパッド２６ｃ、及び５番目のパッド２６ｅは入出力信号用パッドであり、コ
ーナー側から２番目のパッド２６ｂ、４番目のパッド２６ｄ、及び６番目のパッド２６ｆ
は電源専用パッドである。
【００２８】
また、チップ２２には電源電圧Ｖ DDが供給されるＶ DDパターン２８と基準電圧Ｖ SSが供給
されるＶ SSパターン３０が形成されている。さらに、チップ２２のパッドの内側には、入
出力信号用パッドに接続されるトランジスタ等から成る入出力用回路３２、電源用パッド
に接続される電源用回路３４、及び入出力信号用パッドに接続される入出力用回路３６が
形成されている。入出力用回路３６は、その他の入出力用回路３２の２倍の面積を有して
おり、入出力用回路３２に比べて高機能な回路や大きな電流駆動能力を持つ回路となって
いる。
【００２９】
前記一辺側の入出力用回路３２には、コーナー部近傍の入出力信号用パッド２４ａ、２４
ｃ、２４ｅ、及び中央部付近の入出力信号用パッド２４ｇ、２４ｉ、２４ｊ、２４ｋがそ
れぞれＡｌ等の金属配線にて接続される。さらに、入出力用回路３４には、中央部付近の
入出力信号用パッド２４ｈがＡｌ等の金属配線にて接続される。同様に、他辺側の入出力
用回路３２には、コーナー部近傍の入出力信号用パッド２６ａ、２６ｃ、２６ｅ、及び中
央部付近の入出力信号用パッド２６ｇがそれぞれＡｌ等の金属配線にて接続される。
【００３０】
前記一辺側において、コーナー部近傍の電源専用パッド２４ｂ、２４ｄ、２４ｆはＡｌ等
の金属配線にて電源用回路３４にそれぞれ接続される。同様に、前記他辺側において、コ
ーナー部近傍の電源専用パッド２６ｂ、２６ｄ、２６ｆはＡｌ等の金属配線にて電源用回
路３４にそれぞれ接続される。さらに、電源用回路３４は、Ｖ DDパターン２８またはＶ SS
パターン３０に接続されている。
【００３１】
すなわち、この第２の実施の形態では、チップ２２のコーナー部近傍において、入出力用
として割り当てられた入出力信号用パッド２４ａ、２４ｃ、２４ｅに電源専用パッド２４
ｂ、２４ｄ、２４ｆを隣接させて配置する。同様に、入出力信号用パッド２６ａ、２６ｃ
、２６ｅに電源専用パッド２６ｂ、２６ｄ、２６ｆを隣接させて配置する。
【００３２】
このように、金属ワイヤによるボンディングを必要とする入出力信号用パッドと金属ワイ
ヤによるボンディングを必ずしも必要としない電源専用パッドを交互に配置することによ
り、入出力信号用パッドの間隔を広げ、金属ワイヤによるボンディングが容易に行えるよ
うにする。さらに、チップのコーナー部近傍の同じ位置に電源専用パッドを配置すること
により、評価等のために用いるプローブを共用できるようにする。なお、チップのコーナ
ー部近傍に入出力信号用パッドを配置した分、チップのコーナー部近傍を除いた部分（中
央部）の汎用パッドの一部を電源専用パッドとしている。
【００３３】
また、この第２の実施の形態の変形例として、図３に示すような構成としてもよい。図３
は、この発明に係る第２の実施の形態の変形例の半導体装置のコーナー部におけるパッド
の配置構成を示す図である。
【００３４】
前記第２の実施の形態では、電源専用パッド２４ｂを電源用回路３４に接続したが、この
第２の実施の形態の変形例では、図３に示すように電源専用パッド２４ｂ、及び２６ｂを
直接、Ｖ DDパターン２８に接続している。これに伴い、電源専用パッド２４ｄ、２４ｆ、
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及び２６ｄ、２６ｆが接続される電源用回路３４も１つずつコーナー側の回路となる。そ
の他の構成については、前記第２の実施の形態と同様である。
【００３５】
以上説明したようにこの第２の実施の形態及びその変形例によれば、チップのコーナー部
近傍において、パッドのピッチを広げることなく、実際にボンディングが必要な入出力信
号用パッドのピッチを広げることができると共に、電源専用パッドも形成できるため、コ
ーナー部近傍に配置されたパッドへのワイヤボンディングが容易に実行でき、評価用のプ
ローブの共用も可能となる。
【００３６】
なお、この第２の実施の形態及びその変形例では、コーナー側から奇数番目のパッドを入
出力信号用パッドとし、偶数番目を電源専用パッドとしたが、これに限るわけではなく、
コーナー側から奇数番目のパッドを電源専用パッドとし、偶数番目を入出力信号用パッド
としてもよい。さらに、入出力用回路の配置ピッチの２倍のピッチでパッドが配置されて
いる場合を説明したが、これに限るわけではなく、２．５倍、３倍のピッチでパッドが配
置されている場合にも本発明を適用することができる。
【００３７】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、コーナー部近傍で実際にボンディングが必要なパッド
の配置ピッチを広げると共に、電源専用のパッドも形成することより、チップのコーナー
部近傍に配置されたパッドへのワイヤボンディングを容易に行うことができ、さらに評価
用のプローブの共用も可能な半導体装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態の半導体装置のコーナー部におけるパッドの配置構成を示す図
である。
【図２】第２の実施の形態の半導体装置のコーナー部におけるパッドの配置構成を示す図
である。
【図３】第２の実施の形態の変形例の半導体装置のコーナー部におけるパッドの配置構成
を示す図である。
【図４】従来の半導体装置におけるパッドの配置構成の一例を示す図である。
【図５】従来の半導体装置におけるパッドの配置構成の別の例を示す図である。
【符号の説明】
２…半導体装置（チップ）
４ａ、４ｃ、４ｅ…入出力信号用パッド
４ｂ、４ｄ、４ｆ…電源専用パッド
４ｇ～４ｋ…入出力信号用パッド
６ａ、６ｃ、６ｅ、６ｇ…入出力信号用パッド
６ｂ、６ｄ、６ｆ…電源専用パッド
８…Ｖ DDパターン８
１０…Ｖ SSパターン
１２…入出力用回路
２２…半導体装置（チップ）
２４ａ、２４ｃ、２４ｅ…入出力信号用パッド
２４ｂ、２４ｄ、２４ｆ…電源専用パッド
２４ｇ～２４ｋ…入出力信号用パッド
２６ａ、２６ｃ、２６ｅ、２６ｇ…入出力信号用パッド
２６ｂ、２６ｄ、２６ｆ…電源専用パッドである。
２８…Ｖ DDパターン
３０…Ｖ SSパターン
３２…入出力用回路
３４…電源用回路
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３６…入出力用回路

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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